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@ Optoelektronischer Wandlermodul und Verfahren zu dessen Herstellung 

Set etnam optoe tefctronischen Wandlermodul fur die opin 
sche Nechrichtenubarvagung In Uchtwollanlahern, out ai- 
nam verschlossenen Oecketteil (2) und einem damh ebge- 
deckten SMragerteil (1), »uf dessen Oberfliche die opto* 
elefctrischen. elefctrischen sowie die optischen Komponen- 
ten (8, 10. 1 1, 12] engeordnet aind, end in dam tut Aufnahme 
emer LWl-Anschlufifeser (9) etne Nut (3) vorgesehen 1st. die 
slch von einer Kama das Sl-JrigeneHs (1) ausgahand bis xu 
mindestens eroer o'ptoeletarischen Komponente (10, 11) er* 
strecfct. sol] elno rattonoUe Fenipimo ermftcfrfr t der Justler- 
uod-Elx jareufwand dar euuetnen optischen und om o SoTarv 
achen Komponentan vemngett und oeran hafmwtfocha Ab- 
kap«lun g_vemess<ft werdS nTbia Nut waist iwischen dar 
Kame dee Si-Tragertatls und~ elite* optoelebrischen Kompo- 
• name eine Erwetterungsstefla (5) sof. Oie dam SWTragerteil 
r (1) zugewandte Unteneite das Dackertefls (2) waist erne rur 
Nut (3) bn Tregerteil (1 ) zummdest in mrem Verteuf symme- 
trische Nut (13) euf. In das Deckahail (2) 1st von dar Ob'eoefte 
har etne a rate i Ofmung (?) im Bereteh dar Eiwetofungsstalle 
(5) der Nuwn (3, 13) und ito 

dar euf dam Tragertell (1) aruubnngandan optoelektrfschen 
Komponenten (10, 1 1 ) amgabracht 
Eln erftndungsgamaSer optoeletaroniseher Wandlermodul 
fmdet msbesendero in optischen Nechrtcmenubenrogungs- • 
eyetemen Amvendung, 
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Wandlcnnodul nach dem Obcrbcgriff dcs Anspruchs t fig. 2 doe Drau&du auf das Si-Tr5geneil do Sende- 
und em VerfaJuxazu dessen Henteflung. 5 modulsuod 

Bet dcr optischen NachriehtemTbertragung flber Fig. 3 cine Draufacht auf das Deckdteil dcs Sende- 
UchtweilenJdtcr-{LWI/-)Fasern werden dektroopti- rooduls. 

sche Sende- and Empfaitgsmodule, d h, optodektroni- Der in den Fig. dargestdlte optoelektronischc Wand* 
scheWandlennoduiebe»dtigt iermodul st cin Scndemodul und besteht im wcsentli- 

Bet der derzehigen mikroraectanischea Aufbauweise to chen am dnem Si-Trageirtril 1, auf dessen OberfUche 
werden die einzcinen Subeinhdten, wie z, a Userdiode, ais dektrooptische Komponente cine Laserdiode 1 0, all 
UnseO* UdnJdtfaser. auf ihren Zwischentrtgern in ei- optoelektrische Komponente eine Monitordtode 11 so- 
nem Metailgehause unter hohem Jusneraufwand eu> wie ais optische Komponenten dne Kugdlinse 8, cin 
zelnzu einem ModulzusammengesetztDcr fertigc Mo- LWLFascrabschnm 9 und die LWlMnschluBfaser 15 
dul wird anschlieBcnd durch Loten oder Laserschwci- w angeordnet end In die OberfUche des Trigertete 1 ist 
Oen hermetisch verschlossea mr Aufnahrae des frdgdegten EndstQckes der LWL- 

Vondlhafter wegen eines geringeren Jusderaufwan- Anschhiflfaser 15 und des Faserabsdmitts 9 eine Nut 3 
des und geeigneter fur dse Massenfertiguag ist eine vorgesehea, die vorzugswdse V-formig ausgebildet ist 
sogenannte hybrid-integrienc Bauwdse auf Sffizhun. . Der Faserabschnrtt 9 dient im fertigen Modui ais Durch- 
En derartiger optischcr Sende- und Empfangsmodul ist 20 fohrung fur das Laseriicht Die Nut 3 hat in der Mine 
n^SSST*?"?^ **«™d^"«LAkfcP eine teichte Verbrdterung bzw. ErwdterungssteOe 5, 
38093964 beschriebea Dieser optodektroaische urn den Faserabschnrtt 9 rundum dichtglascn zu konnen. 
Wandlermodul wewein ShTrtgeitefl auf, auf dessen DieNut 3 seta sich in der verengten Form fort bb zur in- 
OberfUche die dektrooptischen und/oder optodektri- diesem fieispid rechteckigen Venie/ung 4. die zur Auf- 
schensowie tdte optischen l^mpoBcntcn angeordnet 23'nahme der Kugdlinse 8 dient An diese Vertiefung 4 
nnd In der OberfUche des ^Trigerteus at dabd zur scaiitfit sich dne schmale Fortsetzung der Nui 3 an, 
Aufnahme oner LWlMnschlufifascr eme Nut vorgese- uberder die Laserdiode 10 zweckmflBig aafgdotet ist 
hen, die sich von einer Kante des Si-Tragertdls ausge- Ober der spiegdnden Endkante dieser Nut 3 ist die 
nend flber eine Vcrucfung zur Aufnahme eincr fokussie- Monhordiode tl mit der opttsch akrivea FUche nach 
renden Komponcntc bis zu nundestens dner dektroop- 30 unten aufgdotet Die delctrischen Anschlusse der bci- 
ttscben und/oder optodelctrischen Komponente er- den.DiodenI0,l1 erfolgen flber die Kontakuerungen 12 
ttredct unddeAnschhiBdrthtclfiL 

Der Erfinduag liegrdie Aufgabe zugrunde, bei einem Das Si-Trigerteil 1 wird bddsdtig metaliisiert urn 
optodektronischen Wandlermodul der dngangs ge- dektrische Anschlusse 12 herzustellen und das Trager- 
nannten An den Jusuer- und Fixiertufwand fur die ein- 3s tefl 1 auf einem Leadframe 17 auflStcn zu konnenjoder 
zdnen opttschen und optodektronischen Komponen- einsehig mctaJfisiert wenn es auf den Leadframe 17 
ten zu verringern. deren hermeusche Abkapsdung zu geklebt wird 

verbessern und eine rauoneUe Fcrtigung der Module zu Das in Fig. 3 dargestdlte Deckdteil 2 erfuJIt zwd. 
ermftglichea Funktionen. Erstens soil es die Kugdlinse 8 und den 

Dtese Aufgabe wird crfindungsgemifl durch dnen 40 LWUFaserabschnm 9 fbderen. Dazu ist auf der Unter- 
optodektronischen Wandlermodul mit den Merkmalen sdte des Deckdtcfls 2 eine rechteckige Veniefung 4 und 
des Anspruchs 1 bzw. durch cin Verfahren mit den dncNut13mitErwdtenmgsstdle5 wieimTrfgencfl 1 
Merfanalen des Anspruchs 9 gdost eingeatzt Das hdflt, die Nut 3 im Tragerteil 1 ist mit der 

Vonejihaftc Ausgestaitungen bzw. Wdtcrbildungen Nut 13 im Deckdteil 2 zumindest b ihrem Veriauf sym- 
der Erfradung and Gegcnstand zusStzfchcr Anspruche. 45 mctrisca, wobei deren Symroctrieachscn jedoch voncuv 

Die nut der Erftadung erzidten Vortdle bestehen ins- ander abwdchen kdnnea Zwehens soil das Deckdteil 2 
besondere dann, daB sich dcr optodektronische Wand- den Model- hermeusch dicht abschfieBen. Zu diesem 
lermodul neben seiner technischen Eignung durch ge- Zweck wird auf der Untersdte des DeckeheBs 2 ganz- 
rrngen Jusueraufwand hermeusche Kapselung gegen fllchig dn gedgnetes Glaslot dunn aufgetragea urn das 
die Umgebungsatmosphare und dne rauondle Ferti- so Deckdteil 2 urd das Trtgcrtcil 1 inheuanderzuvcrgla- 
gungauszetchnet sen. Um den Faserabschnitt 9 dicht einzugiascjvwird in 

Diehermeusche Kapsdung wad errdcht indera auf das Deckdteil 2 em' Loch bzw. dne erste^tune 6 von 
em Sfaumsubstrat bzw. auf das S-Trfigertcil mit den dessen Obersdte her durchgeatzt und nut Glaslot ae- 
opttschen und optodektronischen Komponenten bzw. ffiUt Nach dem Einglasen der optischen Tdle und des 
Bautdlcn em geetgnetes Deckdteil, vorzugswdse auch ss Dcckdteils wird das Modulgchause auf dem Leadframe 
aus SDzium, zweckmiBig raittds eines Glaslotcs aufge- 17 aufgddtet oder geklebt 

giasi wird FQr das jcsspidswejse eb> und austreteode Diezwdte0fmung7 im Deckdteil 2 dient dazu um w 
Lascrucht hat das Deckdteil erne geetgnete Durchfuh- die Laserdiode 10 und die Monhordiode 1 1 emiSten zu 
rung bzw. cm Fcnstcr. An tfiese Durchfuhrung wird kfinnen. Diese Offnung wird zum Schlufl vorzugsweisc 
sdbstnjstiercnd und ohne Zwtschenhalter eme LWL- 60 durch Aufloten eines Metalldeckds 16 dicht verahlos- 
Anschhiflfaser (pigtaO) angeschmobxn oder angeklcbt sen. ' - 

Durch (fie hohe Prazision des aaisotropen Atzens Die LWl^A«ehhn1fwer^gtaa) 15 wtrdandcnFa- 
(Vorzugsatzens) wud erretcht daB die optischen Konv seiabschniu 9 stoflgekoppdt, mit dner Abdeckuna 14 • 
poneatcn auf dem Shziumsubstrat (Si-Trfigertdl) zu- fidert und geklebt : ; * 

cmanoVruAugposmomm « Die Sto8stdle kann auch wahlwcisc mhtds Au/- 

w ^ m . Q ^ ca . J ^ J J sdundzensgesplefctweri^ 

Annand ernes m den Hgurcn der. Zeichaung darge- die UmhuUung (coating) der LWiVFaser 15 auf das Le- 
stellten Ausfimiungsbdspids wird die Erfindung niher adframe 17 auf geklebt und/oder mit zwd Laschen dcs 



Der fenige ModuJ wird zum wdteren Schutz rait Ph- 
Jtik umspritzt oder umgossea 

Der crnndungsgemiBe Moduiaufbau hat den wesent- 
lichen Vorteil. dafl vide der Henteilsdirirte, wie Atzen. j 
Metallisieren und Einglasen, auf dem ganzen Wafer er- 
folgen und justierfrei sind. 

Die weiteren HerstdJ- bzw. Verfahremschritte, wie 
AufWten auf dem Leadframe, Aufldten der Moniionfio- 
den und der User, Lucrposhjonicrtn, Fixieren der An- 10 
schluflfaser. Ycrschlieflen der Module, kfinstliches AJ- 
tern (burn-in) und Qualifucation, erfolgen im Barrenver- 
bund oder im Verbund eines Fiimbandes, Die.ModuJe 
werden em zur Endprflfung verrinzclt Dies erraoglicht 
emekcmcnguraugeFcrugung. ... |$ 

fttentanspruche 

L Optoclektronijcher Wandlermodul fur die opti- 
sche NachrichtcnObertragung'in Uchtwellenid- » 
tern, rait einem verschlossenen Deckelteil und eh 
nem damit abgcdccktcn Si-Trtgenea, auf desen 
Oberflache die opioelektrijcnen. detarischen so- 
wie die opmchen Koraponenten angcordnet and, 
und in der zur Auraahmc einer UcfatweUcdeiter- 25-' 
AiuxhJuflfaser cine Nut vorgesehen bvdie sicfa von 
einer Kante des St-Trtgeneus ausgehend bis zu 
mindestens einer optodektrischen Komponeme * 
erstreckl, dadorch geJceuaxeichnet dafl die Nut 
(3) zwischen der Kante des Si-Trigencils (1) und 30 
einer optoelektrischen Komponente (10, 11) eine 
• Erweiterungsstclle (5) aufweist, dafl die dem Si-Trfi. 
gerteil (1) zugewandte Umeneite des Deckeltefls 
(2) erne zur Nut (3) im Trigerteil (1) zumindest in 
mremVerkufsynunctriscne.Nut(13)aufweist.und 35 
dafl in das Deckelteil (2) von dessen Oberseite her 
erne erste Offnung (6) im Bereich der Erwdtc- 
nmgsstelle (5) der Nuten (3, 13) und eine zwette 
Offnung (7) im Bereich der auf dem Tragertdl (1) 

1 Optoeiektronischer Wandlermodul nach An- 
spruch I, dadurch gekennzcichnet, dafl in den Nu- 
ten (3, 13) vor der eJektrooptiscfaen Komponente 
(10) eine Veniefung (4) zur.Aufnahme einer fokus- 45 
sierenden Komponente (8) yorgeschen ist 
3. Optoeiektronischer Wandlermodul nach An- 
spruch I oder 2, dadurch gekennzcichnet, dafl zum 
VerscWieflen des Deckdtefc (2) eine Metallscheibe 
(16)vorgesehenist 

«. Optoeiektronischer Wandlermodul nach einem 
der Ansprtche 1 bis 3. dadurch gckennzeichnet 
dafl das Deckelteil (2) aus Sumum besteht 

5. Optodetaronischer Wandlermodul nach etnem 
der Ansprtche 1 bis 4, dadurch gekennzdehnet « 
dafl die fan Si-TrSgertcil (1) und im aus Sumum 
bestehenden- Deckelteil (2) symmetrisch zudnan- ' 
der ausgebtldeten Nuten (3, 13) durch anisotropes 
Atzen emgebracht unddie beiden Offnunjrcn (SJ) 
un Deckdteil(2)durchgeltztsind 1 ' tt 

6. Optoeiektronischer Wandlermodul nach emem 
o>r Ansprtche 1 bis 5, dadurch gekennzdehnet. " 

it ganzflldug aufgebrachten Glaslotschicht an das 
ShTragertcfl(l)angeglastist. « 

7. Optodetaronischer Wandlermodul nach dnem 
der /Utsprtche 1 bis fi, dadurch gdennzdehnct. 
dafl die Erweiterungsstdle(5)der Nuten (3, 13) und 
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un DeckdteO (2) mit Qaslot ausgefulit sind. so dafl 

der im Bereich der Erwdterungsstdle (5) verfeu- 

fende Faserabschnitt (9) der LWL-Aiiscnmflfaser 

{15)inGlasloteingebettetist 

8. Optodehronischer Wandlermodul nach einem 

A fFtiE* 1 b " 7 ' Munh 8^ennzdchneL 
dafl dieLWlMnschJuflfaser (15) an den Fascrab- 
scfautt (9) stoflgekoppdt und rait einer AbdccW 
23 ^ ^ dafl zur Zugemlastung die Urn- 
frame(17)befestigtbt V ' «aemi^ad 

^t^^"^^. ™« opwdektroni- 

&~ft?St ^nmeumnet, dafl auf einem Si- 
Wafer un Scheibenverband in eine Vldzahl von 

13) nut Siren Vcruefungen 4 und Erwdterungen* 

Wjtecfaotig amsotrop eb> bzw. durchgefttzt 
werden, dafl die Trageneile (l) zum Bflden der 
dektnschen Anschlflsse (12) und zum Bdestigung 
ademcra UaoTrarae (17) gtochzcitig metS 
wesden, dafl Ae Trtgertdle (1) mit d« Deckdtd- 
too p) und den opmchen Komponenten (8, 9) 
gletchzeatig erageglast werden, und dafl dann die 
weiteren Schritte.des AuflOtcns auf dem Uadfra- 
me (17X des AuflOtens und Positionierens der opto- 
detarischen Komponenten (10, 11* des fixierens 
der L^Anschluflfasem (9; 15), des Verschfieflens 
der Module, des kunstfichen Alterns und der QuaJi- 
fikation on Barrenverbund oder im Verbund eines 
Fumbandes vorgenommen werden. 

Hierzu 2 Sdte(n) Zeichnungen 
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Optoelectronic converter module and process for its 
production 

Abstract 

In an optoelectronic converter module for optical 
message transmission in optical waveguides, having a closed 
cover part (2) and an Si carrier part (1) covered 
therewith, on whose surface the optoelectric, electrical 
and optical components (8, 10, 11, 12) are arranged, and in 
which a groove (3) is provided to accommodate an optical 
waveguide connecting fiber (9), said groove extending from 
one edge of the Si carrier part (1) as far as at least one 
optoelectric component (10, 11), efficient fabrication is 
made possible, the outlay on adjustment and fixing of the 
individual optical and optoelectric components is reduced 
and their hermetic encapsulation is improved. Between the 
edge of the Si carrier part and an optoelectric component, 
the groove has a widening point (5) . The underside of the 
cover part (2) , facing the Si carrier part (1) , has a 
groove (13) which, at least in its course, is symmetrical 
to the groove (3) in the carrier part (1) . The cover part 
(2) has introduced into it from the upper side an opening 
(6) in the region of the widening point (5) of the grooves 
(3, 13) and a second opening (7) in the region of the 
optoelectric components (10, 11) to be fitted to the 
carrier part (1) . 

. An optoelectronic converter module according to the 
invention is used in particular in optical message 
transmission systems. 

Description 

The invention relates to an optoelectronic converter 
module according to the preamble of claim 1 and to a 
process for its production. 

In optical message transmission via optical 
waveguides (OWG) fibers, electro-optical transmitting and 
receiving modules, that is to say optoelectronic converter 
modules, are needed. 

In micromechanical construction today, the individual 
subunits, such as the laser diode, lens(es), optical 
fibers, on their intermediate carriers are assembled 
individually to form a module in a metal housing, with a 
great deal of effort on adjustment. The finished module is 
then closed hermetically by means of soldering or laser 
welding. 

More advantageous, because of less effort on 
adjustment and more suitable for mass production, is a so- 
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called hybrid- integrated design on silicon. An optical 
transmitting and receiving module of this type is described 
in the earlier German patent application, official file 
reference P 38 09 396.0. This optoelectronic converter 
module has an Si carrier part on whose surface the electro- 
optical and/or optoelectric and the optical components are 
arranged. In this case, a groove is provided in the surface 
of the Si carrier part to accommodate an optical waveguide 
connecting fiber, which extends from one edge of the Si 
carrier part, via a depression to accommodate a focusing 
component, as far as at least one electro- optical and/or 
optoelectric component. 

The invention is based on the object, in an 
optoelectronic converter module of the type mentioned at 
the beginning, of reducing the effort on adjustment and 
fixing for the individual optical and optoelectronic 
components, to improve their hermetic encapsulation and to 
permit efficient fabrication of the modules. 

According to the invention, this object is achieved 
by an optoelectronic converter module having the features 
of claim 1 and by a process having the features of claim 9. 

Advantageous refinements and developments of the 
invention form the subject of additional claims. 

The advantages that can be achieved with the 
invention consist in particular in the fact that the 
optoelectronic converter module, in addition to its 
technical suitability, is distinguished by low outlay on 
adjustment, hermetic encapsulation against the surrounding 
atmosphere and efficient fabrication. 

The hermetic encapsulation is achieved by a suitable 
cover part, preferably made of silicon, being glazed onto a 
silicon substrate or onto the Si carrier part having the 
optical and optoelectronic components, expediently by means 
of a glass solder. For the laser light which may enter and 
exit, for example, the cover part has a suitable 
leadthrough or a window. An optical waveguide connecting 
fiber (pigtail) is fused on or adhesively bonded onto this 
leadthrough, in a self-adjusting manner and without an 
intermediate holder. 

The high precision of anisotropic etching (preferred 
etching) achieves the situation in which the optical 
components are positioned correctly in relation to one 
another on the silicon substrate (Si carrier part) and no 
longer have to be adjusted. 

The invention will be explained in more detail using 
an exemplary embodiment illustrated in the figures of the 
drawing, in which: 

Fig. 1 shows the schematic structure of a 
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transmission module of hybrid- integrated design, 

Fig. 2 shows a plan view of the Si carrier part of 
the transmitting module and 

Fig. 3 shows a plan view of the cover part of the 
transmitting module. 

The optoelectronic converter module illustrated in 
the figures is a transmitter module and substantially 
comprises an Si carrier part 1, on whose surface a laser 
diode 10 is arranged as an electro-optical component, a 
monitor diode 11 is arranged as an optoelectric component 
and a spherical lens 8, an optical waveguide fiber section 
9 and the optical waveguide connecting fiber 15 are 
arranged as optical components. Provided in the surface of 
the carrier part 1, to accommodate the exposed end piece of 
the optical waveguide connecting fiber 15 and of the fiber 
section 9, is a groove 3 which is preferably V-shaped. In 
the finished module, the fiber section 9 serves as a 
leadthrough for the laser light. At the center, the groove 
3 has a slight broadening or widening point 5, in order to 
be able to glaze tightly all around the fiber section 9. 
The grove 3 extends in the narrowed form as far as the 
depression 4, which is rectangular in this example, which 
is used to accommodate the spherical lens 8. This 
depression 4 is followed by a narrow extension of the 
groove 3, over which the laser diode 10 is expediently 
soldered on. Over the reflective end edge of this groove 3, 
the monitor diode 11 is soldered on with the optically 
active surface at the bottom. The electrical connections of 
the two diodes 10, 11 are made via the contact -making means 
12 and the connecting wires 18. 

The Si carrier part 1 is metallized on both sides, in 
order to produce electrical connections 12 and to be able 
to solder the carrier part 1 to a leadframe 17, or 
metallized on one side, if it is adhesively bonded to the 
leadframe 17. 

The cover part 2 illustrated in Fig. 3 serves two 
functions. Firstly, it is intended to fix the spherical 
lens 8 and the optical waveguide fiber section 9. For this 
purpose, on the underside of the cover part 2, a 
rectangular depression 4 and a groove 13 with a widening 
point 5 as in the carrier part 1 are etched in. This means 
that the groove 3 in the carrier part 1 is, at least in its 
course, symmetrical to the groove 13 in the cover part 2, 
but it is possible for their axes of symmetry to deviate 
from each other. Secondly, the cover part 2 is intended to 
seal off the module hermetically tightly. For this purpose, 
a suitable glass solder is applied thinly to the entire 
area of the underside of the cover part 2, in order to 
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glaze the cover part 2 and the carrier part 1 to each 
other. In order to glaze in the fiber section 9 tightly, a 
hole or a first opening 6 is etched through the cover part 
2 from its upper side and filled with glass solder. 
Following the glazing in of the optical parts and of the 
cover part, the module housing is soldered or adhesively 
bonded onto the leadframe 17. 

The second opening 7 in the cover part 2 is used to 
make it possible to solder in the laser diode 10 and the 
monitor diode 11. This opening is eventually closed 
tightly, preferably by soldering on a metal cover 16. 

The optical waveguide connecting fiber (pigtail) 15 
is butt-coupled to the fiber section 9, fixed by a covering 
14 and adhesively bonded. 

The butt point can also optionally be spliced by 
means of fusing on. For the purpose of strain relief, the 
coating of the optical waveguide fiber 15 is adhesively 
bonded to the leadframe 17 and/or crimped to two lugs on 
the leadframe 17. 

For further protection, the finished module is 
injection-molded or cast in plastic. 

The module construction according to the invention 
has the significant advantage that many of the production 
steps, such as etching, metallizing and glazing in, are 
carried out on the entire wafer and are free of adjustment. 

The further production or process steps, such as 
soldering onto the leadframe, soldering the monitor diodes 
and the lasers on, positioning the lasers, fixing the 
connecting fiber, closing the modules, artificial aging 
(burn- in) and qualification, are carried out in the bar 
composite or in the composite of a film strip. The modules 
are only separated for final testing. This permits cost- 
effective fabrication. 

Patent Claims 

1. An optoelectronic converter module for optical 
message transmission in optical waveguides, having a closed 
cover part and an Si carrier part covered thereby, on whose 
surface the optoelectric, electrical and optical components 
are arranged, and in which a groove is provided to 
accommodate an optical waveguide connecting fiber, said 
groove extending from an edge of the Si carrier part as far 
as at least one optoelectric component, characterized in 
that between the edge of the Si carrier part (1) and an 
optoelectric component (10, 11), the groove (3) has a 
widening point (5), in that the underside of the cover part 
(2) , facing the Si carrier part (1) , has a groove (13) 
which, at least in its course, is symmetrical to the groove 
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(3) in the carrier part (1), and in that the cover part (2) 
has introduced into it from its upper side a first opening 
(6) in the region of the widening point (5) of the grooves 
(3, 13) and a second opening (7) in the region of the 
electro-optical components (10, 11) to be fitted to the 
carrier part (1) . 

2. The optoelectronic converter module as claimed 
in claim 1, characterized in that a depression (4) to 
accommodate a focusing component (8) is provided in the 
grooves (3, 13), in front of the electro- optical component 
(10) . 

3. The optoelectronic converter module as claimed 
in claim 1 or 2, characterized in that in order to close 
the cover part (2), a metal plate (16) is provided. 

4. The optoelectronic converter module as claimed 
in one of claims 1 to 3, characterized in that the cover 
part (2) consists of silicon. 

5. The optoelectronic converter module as claimed 
in one of claims 1 to 4, characterized in that the grooves 
(3, 13) formed symmetrically in the Si carrier part (1) and 
in the cover part (2) consisting of silicon are introduced 
by means of anisotropic etching, and the two openings (6, 
7) in the cover part (2) are etched through. 

6. The optoelectronic converter module as claimed 
in one of claims 1 to 5, characterized in that the cover 
part (2) is glazed onto the Si carrier part (1) with a 
glass solder layer applied to the entire area of its 
underside. 

7. The optoelectronic converter module as claimed 
in one of claims 1 to 6, characterized in that the widening 
point (5) of the grooves (3, 13) and the first opening (6) 
located in this region in the cover part (2) are filled 
with glass solder, so that the fiber section (9) running in 
the area of the widening point (5) and belonging to the 
optical waveguide connecting fiber (15) is embedded in 
glass solder/ 

8. The optoelectronic converter module as claimed 
in one of .claims 1 to 7, characterized in that the optical 
waveguide connecting fiber (15) is butt-coupled to the 
fiber section (9) and fixed by a covering (14), and in that 
for the purpose of strain relief, the covering of the 
optical waveguide connecting fiber (15) is fixed to the 
leadframe (17) . 

9. A process for producing an optoelectronic 
converter module as claimed in one of claims 1 to 8, 
characterized in that, on an Si wafer in the wafer 
composite, the grooves (3, 13) with their depressions (4) 
and widenings (5) and the openings (6, 7) in the cover 
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parts (2) are etched in and through anisotropically and 
simultaneously in a large number of carrier parts (1) and 
cover parts (2) , in that the carrier parts (1) are 
metallized at the same time to form the electrical 
connections (12) and for the purpose of fixing to a 
leadframe (17), in that the carrier parts (1) with the 
cover parts (2) and the optical components (8, 9) are 
glazed in simultaneously, and in that the further steps of 
soldering onto the leadframe (17) , soldering on and 
positioning the optoelectric components (10, 11), fixing 
the optical waveguide connecting fibers (9, 15), closing 
the modules, artificial aging and qualification are then 
performed in the bar composite or in the composite of a 
film strip. 

2 pages of drawings appended. 
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